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1硬體需求與支援平台

以下是對支援的作業系統、硬體平台與相關資訊的描述。

Autodesk Simulation Moldflow Insight支援的平台
Windows 平台支援使用者介面與分析求解器。Linux 平台只支援分析求解器。

表 1：支援的 Windows 平台

Service Pack作業系統

Windows 7 (32 位元版本) SP 1

Professional、Enterprise 與 Ultimate

Windows 7 (64 位元版本) SP 1

Professional、Enterprise 與 Ultimate

SP 3Windows XP Professional (32 位元版本)

SP 2Windows XP Professional (64 位元版本)

Windows Server 2008 (64 位元版本)

表 2：支援的 Linux 平台 (僅分析求解器)

硬體平台位元作業系統

AMD 或 Intel x86 的 64 位元處理
器

64Red Hat Enterprise Linux 6

注意:  Linux 平台不支援「Autodesk Simulation Moldflow Synergy - 使用者介
面」。
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硬體需求

■ 乙太網路卡
1

■ DVD-ROM 磁碟機
2

■ 符合 Microsoft 滑鼠標準的指標裝置
3

Windows 平台的系統規格

表 3：在 Windows 平台上，Autodesk Simulation Moldflow Insight的建議最低
硬體與軟體規格

建議系統元件

2 GHz 或更高CPU 速度

2 GB 或更高主記憶體 (RAM)

2 GB 或更高虛擬記憶體/交換空間

4 GB 或更大的可用磁碟空間 (至少 1.5 GB 可用磁
碟空間用於安裝)

磁碟空間

Internet Explorer 7 或更新版本網路瀏覽器

Adobe Flash Player 9 或更新版本視訊檢視器

協力廠商軟體

說明系統需要使用 Microsoft Internet Explorer 7.0 或更新版本。

■ 32 位元瀏覽器需要使用 Flash Player 9.0 或更新版本。
■ 如果您使用 64 位元瀏覽器，您可能必須下載適用於 64 位元 Windows 的

active-x - 僅適用於 Internet Explorer。

Autodesk Simulation Moldflow產品產生的報告已經過最佳化，可用於 Internet
Explorer 7.0 及 Office 97 與之後版本 (僅限 PowerPoint 與 Word 應用程式)。

1
Autodesk Simulation Moldflow軟體使用網路來請求及取得授權。將透
過網路硬體來唯一識別授權伺服器，並且這些約束要求執行 Autodesk
Simulation Moldflow軟體的所有電腦都必須擁有啟用的乙太網路卡。

2
如果您要利用電子下載的方式來進行安裝，則不需要 DVD-ROM 磁碟機。
您必須連線至網際網路，才能下載軟體。

3
Linux 系統不需要指標裝置。
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Linux 平台的系統規格

表 4：在 Linux 平台上，Autodesk Simulation Moldflow Insight - 求解器的建議
硬體規格

建議系統元件

1 GHz 或更高CPU 速度

2 GB 或更高主記憶體 (RAM)

1 GB 或更高虛擬記憶體/交換空間

4 GB 或更大的可用磁碟空間 (至少 600 MB
可用磁碟空間用於安裝)

磁碟空間

註記: 可用實體記憶體越多，Autodesk Simulation Moldflow Insight的執行
效果就越好，特別是在分析較大模型時。如果您打算對大型模型或任何 3D 模
組大量使用「冷卻」或「翹曲」求解器，您應該考慮為每個處理器核心安裝 2
GB 的 RAM。

磁碟空間需求

安裝磁碟空間需求

下表概述了安裝 Autodesk Simulation Moldflow Insight應用程式與可選配套
產品的建議磁碟空間配置。

表 5：安裝磁碟空間需求

磁碟上的安裝大小 (大約)安裝的軟體

430 MBAutodesk Simulation Moldflow Synergy
- 使用者介面

300 MBAutodesk Simulation Moldflow Insight
- 求解器

1.85 GBAutodesk Simulation Moldflow Design
Link

520 MBAutodesk Inventor Fusion

註記: 在安裝過程中，您將需要約兩倍於安裝大小需求指定的磁碟空間量。

硬體需求與支援平台 3



專案目錄磁碟空間需求

Autodesk Simulation Moldflow Insight研究的磁碟空間需求視模型的指定分
析順序與大小而定。在專案目錄中，大型複雜模型的「3D 冷卻」或「3D 翹
曲」分析可能最大需要 10 GB 的磁碟空間。

表 6：典型Autodesk Simulation Moldflow Insight研究的磁碟空間需求

專案目錄中所需的磁
碟空間 (大約)

分析技術分析順序

500 MB中間平面充填與保壓 (20,000 個元素的模型)

700 MB中間平面充填、保壓與冷卻

900 MB中間平面充填、保壓、冷卻與翹曲

500 MBDual Domain充填與保壓 (20,000 個元素的模型)

1 GB3D充填與保壓 (300,000 個四面體的模型)

10 GB
4

3D充填、保壓與冷卻

圖形需求
此處列示的圖形需求反映取得可接受模擬的最小需求。

■ 512 MB DRAM 或更高，具有 OpenGL 功能的顯示卡。確保已為顯示卡安
裝了最新驅動程式。如需驅動程式與相關指示，請造訪顯示卡製造廠商的網
站。

■ 在 1280×1024 或更高螢幕解析度之下的 24 位元顏色設定。

註記:  Autodesk 不對任何特定顯示卡的使用提供任何保證。

Autodesk 將會與顯示卡製造廠商全力合作，以解決我們的軟體與特定顯示卡搭
配使用時可能會發生的任何問題。但是，我們不能保證所有圖形相關問題均能
得到修正，因為有時可能是顯示卡製造廠商驅動程式存在問題，而不是 Autodesk
軟體存在問題。

建議

軟體將大量使用 OpenGL 與材質貼圖；因此，可提供 OpenGL 加速功能與材
質記憶體的任何裝置都將顯著改善效能。

GPU 卡
此軟體利用 GPU (圖形處理器) 來縮短分析時間。

使用 GPU 技術之後，您可以在以下方面獲益：

4
所有 3D 冷卻分析對暫存目錄磁碟空間的需求都比較高。
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GPU 卡具有內建記憶體，能夠解決複雜的模擬。GPU 中
的其他內建處理能力可減輕 CPU 處理眾多工作的負擔，
讓您的應用程式更快地執行。

CPU 的負載減少

軟體會利用 GPU 卡提供的處理能力。這可讓分析以比之
前快得多的速度執行，進而縮短分析時間。對於非常大
的模型而言，這樣可使分析時間減少數小時。

縮短分析時間

GPU 技術與我們的平行求解器互補。如果您將 GPU 技
術與平行求解器搭配使用，可以在速度方面實現更大的
提升。

有效利用資料平行計
算

依預設，如果電腦上有可用的 GPU 且與使用 CPU 相較之下速度更快，軟體會
自動偵測及使用 GPU。

註記: 「3D 充填與保壓」與「3D 流」分析、「冷卻 (FEM)」分析以及「3D 翹
曲」分析支援使用 GPU 技術。

「GPU 選項」設定可在求解器參數對話方塊的相關分析頁籤上找到。

相容的顯示卡

您只有安裝相容的顯示卡，才能受益於 GPU 技術提供的速度提升。

若要確定您是否安裝了相容的 GPU 卡，請檢查該卡製造商所提供的規格。

最低硬體需求為可獲得雙精度 (64 位元浮點精度) 計算結果的卡：

這些卡使用 CUDA 技術。符合這些需求的顯示卡
將具有 1.3 或更高版 CUDA 的計算能力。

NVIDIA GPU 卡

這些卡使用 OpenCL 技術。AMD GPU 卡

使用 GPU 卡時，若要取得最佳效能，安裝最新驅動程式非常重要。

註記: 自動的「Windows 更新」功能可能不會安裝驅動程式的最新版本。

支援的作業系統

Autodesk Simulation Moldflow 產品支援的 32 位元與 64 位元系統的所有
Windows 作業系統上都可以使用 GPU 技術。

GPU 卡限制
當使用 GPU (圖形處理器) 技術時，具有一定的限制。

使用 GPU 技術受限於某些分析類型。目前，「3D 充填與保
壓」、「3D 流」、「冷卻 (FEM)」與「3D 翹曲」分析都支
援 GPU 技術。

分析類型

某些顯示卡有多個 GPU。目前，Autodesk Simulation
Moldflow軟體不支援多個 GPU。如果您的卡有多個 GPU，

多個 GPU
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分析將會在具有適當記憶體的可用 GPU 中選取最快的 GPU，
以執行分析。

您執行的分析受 GPU 上可用記憶體大小的限制。例如，如果
GPU 卡記憶體大小不足而無法執行完整模型，則分析會分多

最大模型大小

個較小的時間步長使用 GPU，在每個時間步長內都對模型進
行部分充填。

分析大小由模型擁有的元素數決定。元素越多，模型大小就
越大。大約一個四面體元素等同於 1 KB 的記憶體，因此，具
有 1 百萬個元素的模型將需要 GPU 卡上有 1 GB 的裝置記憶
體，才能在 GPU 上完全執行模型。

當在 GPU 卡上執行計算量比較大的工作時，其他工作會分散
顯示卡的處理能力，例如，重繪 Windows 桌面或重新整理

電腦停止回應

其他應用程式。特別是在同時執行多個工作或在執行非常大
的分析時，這種情況更加明顯。

小心: 在極端情況下，Microsoft Windows 可能會確定顯示
卡已經達到鎖定狀態，並會觸發圖形驅動程式的重設。如果
發生這種情況，系統可能會停止回應。您可以從 Microsoft
網站的此處找到有關此行為的詳細資料。

「Windows 遠端桌面」不支援直接存取 GPU 資源。如果透
過「遠端桌面」指令行 (例如，使用 runstudy指令) 啟動設

Windows 遠
端桌面

定為使用 GPU 資源的分析，它將無法在遠端電腦上使用 GPU
卡。

Windows 7 使用者在使用 GPU 技術時受限。必須有至少一
個使用者登入伺服器才能存取 GPU 卡。如果您在 Windows

在 Windows
7 中啟動及執行
工作 7 電腦上本機啟動工作，或是透過「工作管理員」遠端啟動工

作 (其中，遠端伺服器為 Windows 7 電腦)，請確保分析期間
使用者已登入伺服器。

確保您使用的是任何所安裝卡的最新驅動程式。您可能需要
手動下載及安裝最新驅動程式。

GPU 卡驅動程
式

註記: 自動的「Windows 更新」功能可能不會安裝驅動程式
的最新版本。

32 位元 Windows 系統的 2 GB 記憶體限制
對於 Windows 32 位元作業系統來說，每個程序的記憶體限制為 2 GB，但有
一些指導原則可協助您避免因此記憶體限制而發生錯誤。

■ 專案中大量的已開啟研究可能會超過記憶體限制。

■ 關閉在特定時間不使用的任何已開啟研究。
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■ 考慮將包含大量研究的一個專案分割為二或多個專案，且每個專案都包
含少量的研究。

■ 即使在專案中開啟少量的大型研究，也可能會超過記憶體限制。

■ 建議您在每個專案中只開啟一個研究。

■ 後處理大型結果檔案可能會超出記憶體限制。特別是，3D 結果需要更大量
記憶體。

■ 請考慮在結果環境設定 (「應用程式」功能表 > 「選項」 > 「結果」頁
籤) 中使用「最佳化記憶體以顯示結果」選項，以將顯示結果所需的記
憶體量減到最小。

■ 對含有大量元素的模型執行「充填與保壓」分析可能會超出記憶體限制。

■ 請嘗試使用較粗網格為模型重新建立網格，以減少元素數。

註記: 請注意，使用粗網格可能會影響分析準確度，特別是對於 3D 模
型而言。

■ 請僅針對 3D 模型關閉 AMG 矩陣求解器。在「求解器參數」對話方塊
中將「AMG 矩陣求解器選取」選項設定為「關閉」。依預設，會將此
選項設定為「自動」。

■ 對含有大量元素的模型執行「冷卻」分析可能會超出記憶體限制。

■ 您可檢閱零件中與冷卻迴路上的網格密度，如有可能，請使用較粗網格
重新建立網格。

■ 執行 3D 翹曲分析可能會超出記憶體限制。

■ 如果模型中包含 800,000 個以上的元素，請在「製程設定精靈」的「翹
曲設定」頁上將「使用 AMG 矩陣求解器」選項變更為「否」。此選項
預設為開啟。關閉此選項會啟用舊式 (SSORCG) 矩陣求解器。AMG 矩
陣求解器速度較快，但相較於舊式求解器，需要更多記憶體。

■ 您可啟用網格匯集來減少分析薄壁零件所需的記憶體。請確定已在「製
程設定精靈」的「翹曲設定」頁上選取「使用網格匯集和二級四面體元
素」選項。此選項預設為開啟。

註記: 如果零件幾何圖形較厚或為實體 (純 3D 幾何圖形)，則不建議使
用網格匯集。關閉網格匯集選項會導致針對分析使用原始網格。這會增
加分析時間與記憶體需求，但會改善純 3D 零件的準確度。

■ 3D 翹曲分析可在 32 位元作業系統上執行的最大模型大小最多為 150
萬個元素 (使用舊式求解器與網格匯集選項)。

■ 釋放執行分析之機器上的資源 (記憶體、交換空間)。
■ 在執行分析的機器上增加更多資源 (記憶體、交換空間)。

如果您已嘗試上述方法，但仍超過 2 GB 的記憶體限制，請考慮改用 64 位元
Windows 作業系統的電腦。
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